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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est cons-
tamment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refléte
bien 1’état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs & ce travail de révision, a I’éta-
blissement des éditions révisées et aux mises & jour peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEI et en
consultant les documents ci-dessous:

©® Bulletin de Ia CEI

® Rapport d’activité de la CEI
Publié annuellement

@ Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement

Revision of this publication

The technical content of TEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC sources:

® I1EC Bulletin

©® Report on [EC Activities
Published yearly

@ Catalogue of IEC Publications
Published yearly

Terminoldgie utilisée dans la présente publication

Seuls sonjt définis ici les termes spéciaux se rapportant a la
présente puplication.

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera a|la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro-
technique Iinternational (V.E.L), qui est établie sous forme de
chapitres sdparés traitant chacun d’un sujet défini, I’Index géné-
ral étant pyiblié séparément. Des détails complets sur le V.E.I
peuvent étrg obtenus sur demande.

Symboles [graphiques et littéraux

Seuls ley symboles graphiques et littéraux spécjdux sont
inclus dans|la présente publication.

Le recue
la CEI fait]

Les syml
CEI font 1

Autres p
Comité d

L’attenti
qui énumé;
Comité d’H

* Les symboles littéraux pout\Je§ dispositifs a4 semi-conducteurs et les
microcircuits [intégrés-font 1’objet de la Publication 148 de la CEL

this publication

i to IEC Publi-
hbulary (ILE.V.),
gparate chaptprs each dealing
e Index being published as a
tails of the LE.V. ill be supplied

For general
cation 50;

are included in

he complete series of graphical symbols dpproved by the
C is given in IEC Publication 117.

Letter symbols* and other signs approved |by the IEC are
contained in I EC Publication 27.

Other I E C publications prepared by the same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to the inside of the back
cover, which lists other I EC publications issued|by the Technical
Committee which has prepared the present publication.

* The letter symbols for semiconductor devices anfl integrated micro-
circuits are contained in IEC Publication 148,
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

Premier complément 3 la Publication 191-3 (1974)
NORMALISATION MECANIQUE DES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS

Troisiéme partie: Régles générales pour la préparation des dessins d’encombrement

des circuits intégrés

1) Les ¢écisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techAiqu

natignal sur les sujets examinés.
2) Ce
3) Dan

»n

régles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la nesufe g les cd

entrg
clairg dans cette derniére.

La prgsente publication a été éta

Un piojet, document 47(Burea

de manipulation, fu@s ;
Les phys suivants se'son

Italie

PREAMBULE

ites d’Etudes ol sont
ible un accord inter-

dlécisions constituent des recommandations internationales et sont agré®ss_ com e telies par les Comités nationaux.

indiquée en termes

bircuits intégrés.

is dans des supports

Japon

Pays-Bas

Pologne

Portugal

Roumanie

Royaume-Uni

Suede

Suisse

Turquie

Union des Républiques
Socialistes Soviétiques

Un projet, document 47(Bureau Central)533, modifiant le paragraphe 4.4 de la Publication 191-3 de la CEJ, fut soumis a I’approbation

des Comités nationaux suivant la Régle des Six Mois en juin 1974."

Les pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication:

Allemagne
Argentine
Australie

- Belgique
Canada
Danemark
Espagne
Etats-Unis d’Amérique
Finlande
France
Israél
Italie

Japon

Pays-Bas

Pologne

Portugal

Roumanie

Royaume-Uni

Suéde

Suisse

Tchécoslovaquie

Turquie

Union des Républiques
Socialistes Soviétiques
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

First supplement to Publication 191-3 (1974)
MECHANICAL STANDARDIZATION OF SEMICONDUCTOR DEVICES

Part 3: General rules for the preparation of outline drawings
of integrated circuits

FOREWORD
1) The forma) decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Techhica i i the National
Committeds having a special interest therein are represented, express, as nearly as passi an\inte al cpnsensus of opinion

on the subjects dealt with.
2) They have] the form of recommendations: for international use and they are acCepted ati in that sense.

3) In order tqd promote international unification, the I E C expresses the wi
IEC recothmendation for their national rules in so far as national condliti
mendation| and the corresponding national rules should, as far as possi

the text of the
E IE C recom-

This publication has been prepared byN E C Tgchni 3 i K ts.

A draft, Ddcument 47(Central Office)S0%A, providi 1 | Wwas submitted
to the Nationfl Committe% ¢

The following countries voted

Australia Poland

Portugal

Romania

Spain

Sweden
. Switzerland

Turkey

Union of Soviet
Ttal Socialist Republics
Japan United Kingdom
Netherlands United States of America

Israe

A draft, Document 47(Central Office)533, amending Sub-clause 4.4 of IE C Publication 191-3, was submitted to the National Com-
mittees for approval under the Six Months’ Rule in June 1974,

The following countries voted explicitly in favour of the publication:

Argentina Netherlands
Australia Poland

Belgium Portugal

Canada Romania
Czechoslovakia Spain

Denmark Sweden

Finland Switzerland
France Turkey
Germany Union of Soviet
Israel Socialist Republics
Italy United Kingdom

Japan United States of America
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Un projet, document 47(Bureau Central)539, donnant des directives pour le choix des dimensions des encombrements des circuits
intégrés de la famille de la forme 2, fut soumis a I’approbation des Comités nationaux suivant la Regle des Six Mois en décembre 1974,

Les pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication:

Australie Pays-Bas

Belgique Pologne

Canada Roumanie

Danemark Royaume-Uni

Espagne Suéde

Etats-Unis d’Amérique Suisse

France Tchécoslovaquie

Israél Turquie

Italie Union des Républiques
Japon Socialistes Soviétiques

Le Comité national allemand a voté contre la publication de ce document.

e
S
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A draft, Document 47(Central Office)539, giving design procedures for dimensions of integrated circuit packages of Form 2 family, was
submitted to the National Committees for approval under the Six Months’ Rule in December 1974.

The following countries voted explicitly in favour of publication:

Australia Poland

Belgium ) Romania

Canada Spain

Czechoslovakia Sweden

Denmark Switzerland

France Turkey

Israel Union of Soviet

Ttaly Socialist Republics
Japan United Kingdom
Netherlands United States of America

The German National Committee voted against the publication of this document.

o
S
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Premier complément a la Publication 191-3 (1974)
NORMALISATION MECANIQUE DES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS

Troisiéme partie: Régles générales pour la préparation des dessins d’encombrement
des circuits intégrés

Page 10

4.4 Dis

A la fin He ce paragraphe, ajouter les nouveaux alinéas suivants:

Lorsqp’une sortie occupe plus d’une position de sortie, elle sera identifiée paple 3¢ a premiére et de la
derniére|position de sortie occupées, ces deux numéros étant séparés par un ticet.

(Pour|un exemple théorique, voir la figure 1, page 8.)

Lorsqpe le dispositif présente plus de deux rangées de sorties dang/une % Al rties émergeant
dans un|plan ont été pliées dans plus de deux plans, les sorties seron 8 succession, en
correspgdndance avec la position de leur point d’émergence du i

(Pour|un exemple, voir la figure 2, page 8.)

Page 16

5.35 Ldrgeur de montage (M1,

Le symb placé par (W

Page 18

Aprés I’

11. Directives four le ix-de mensions des encombrements de circuits intégrés

1.1 g

Voir

Les dispositifs fournis dans des supports de manipulation seront disposés avec la sortie n® 1 placée du c6té de la
rainure d’orientation:
— Pour les boitiers enfichables, la sortie n° 1 sera & ’extrémité du support comportant deux encoches de repérage
(voir la figure 3, page 9).
— Pour les boitiers plats, la sortie n° 1 sera a I’extrémité du support comportant une encoche de repérage (voir la
" figure 4, page 9).
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First supplement to Publication 191-3 (1974)
MECHANICAL STANDARDIZATION OF SEMICONDUCTOR DEVICES

Part 3: General rules for the preparation of outline drawings
of integrated circuits

Page 11

4.4 Devices with terminals disposed on a square or rectangular periphery

At the end of |this sub-clause, add the Jfollowing new paragraphs:

When a tejminal occupies more than one terminal position, this terminal should ké.identii e pumber of
the first and the last occupied terminal positions, these two numbers being separated b

(For a thedretical example, see Figure 1, page 8.)

When the device presents more than two rows of terminals in one dirgetior . terminals
emerging in ojne plane has been made in more than two planes, the termiha G bered progiessively in
correspondenice with the position of their point of emergence fromr the bod i

(For an example, see Figure 2, page 8.)

Page 17

5.35 Mountéd width (Myp)
The letter symbol (M) of this title

Page 19 Q

After Clause |10, add the folbon % and 12:

11. Design procedupe fNntegrated circuit packages

11.1  Integrgtea
See Appendix

12.  Rules fdr 'miounting integrated circuit packages into carriers

Devices, when supplied in carriers, will be mounted with terminal No. 1 position at the side with the polarizing
slot:

— For dual-in-line packages, terminal No. 1 will be at the end of the carrier which Has two polarizing cut-outs (see
Figure 3, page 9).

-— For flat packages, terminal No. 1 will be at the end of the carrier which has one polarizing cut-out (see Figure 4,
page 9).
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Fic. 1.| — Exemple théorique, montrant comment numéroter le:
une périphérie rectangulaire et avec certaines d’engre

es disposées sur
de sortie.

Is disposed on a
on.

=
~

170{76

Fic. 2. — Exemple montrant comment numéroter les sorties d’un boitier « QUIL ».

Example showing how to number the terminals of a “QUIL’’ package.
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Note. — Les dimensions de ce support dépendent des boitiers Note.

9 _.

Encoches de repérage
Polarizing cut-outs

Rainure d'orientation
Polarizing slot

G

)

g
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Sortie N° 1
Terminal No. 1

Face supérieure du dispositif

Toon-sitface-of-device
P

-

O O ()

\ Encoche de repérage
Polarizing cut-ou

enfichjables correspondants, mais sa forme précise n’est
pas iposée.

dentifier la sortie n° 1 4 I’aide d’une rai
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Rainure d'orientation
Polarizing slot

e =

ace Supérieure du dispositif
Top surface of device

ent on the
its precise

F16. 3. — Exemple de support de manipulationpouxboig t la méthode recommandée pour

b terminal

_
Encoche de repérage
Polarizing cut-out
17276
Note. — Les dimensions de ce support dépendent des boitiers Note. — Dimensions of this carrier are dependent on the
plats correspondants, mais sa forme précise n’est pas corresponding flat packages, but its precise shape is
imposée. not mandatory.
FiG. 4, — Exemple de support de manipulation pour boitiers plats, montrant la méthode recommandée pour

identifier la sortie n° 1 a I’aide d’une rainure et d’encoches de repérage.

Example of carrier for flat packages showing the recommended method for locating terminal No. 1

by means of polarizing slot and cut-outs.
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ANNEXE D

DIRECTIVES POUR LE CHOIX DES DIMENSIONS DES ENCOMBREMENTS DES CIRCUITS

INTEGRES DE LA FAMILLE DE LA FORME 2

Réf.

Limites & respecter

min. nom,

max.

Directives pour le choix des dimensions (mmy)

Notes

X

Amax. = 1,27 X m oum = 3,4,50u6

Soit 4, min. = 0,51 ou absence d’espacement

1,2

3,4

3,5

des valeurs.

- Tsadimension e, est donnée seulement pour des raisons de montage et correspond & un angle ® de valeur

de matiére s’applique 4 la tolérance de position des sorties (voir ISO/1101, partie
ctions de sortie seulement sont permises, basées sur les combinaisons de b, et ¢, dans

neétre maximal de

k1et2).
I’ordre progressif

hulle.

* Signifie position géométrique exacte.
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